（V319）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	Ys2
	
	20180921
	xs

	共用部分：7；8；9；10；11
预审部分：2；3

Cam部分：3
	压接孔要求；GERBER文件说明；电测章
	2016.3.1
	V31920160302

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
如下部分顾客要求来源于客户协议文件050308E（又名QLE002）
共用部分：
1.喷锡:若客户要求1um≤喷锡锡厚< 30 um，针对此点按照我司能力制作锡厚范围2-40 um，不需要EQ确

2.蓝胶:若客户要求蓝胶厚度> 0.5 mm，针对此点按照我司能力制作蓝胶厚度样板> 0.5 mm，小批量0.2-0.4 mm，不需要EQ确
3.说明:当客户README或MAMaster Drawing文件中提到All requirements written above are according to QLE.002 /QLD.002 (“Quality Requirements for Elma Trenew PCBs”)
and ANNEX (“Annex of QLE&QLD”, for tolerances of pressfit holes)时，可以不理会这些要求。

4.标记：
要求加我公司全套标记，包括周期（周期格式：YY/WW）,针对此点如若位置不够，FP公司标记(FP字母)可以不加。

原稿文件中已经加了ROHS标记的，按客户原文件制作;原稿文件中未加ROHS标记的，将标记加在靠近UL标记的位置。ROHS标记图形如下：
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5.板厚公差（无需确认）：

板厚＞1.0mm，公差+/-10%

板厚小于等于1.0mm，公差±0.1mm
6.优先等级:若顾客制板说明中的要求与该部分顾客要求有矛盾时，请以顾客顾客制板说明中的要求为准。

7.压接孔要求
     如果客户GERBER文件和钻孔图中未说明压接孔公差时，压接孔公差请按照以下生产：

	Diameter of the finished hole
	Tolerance for press-fit holes
	Comments

	0.55mm
	±0.05 mm 
	　

	0.56 mm
	±0.05 mm 
	　

	0.6 mm 
	±0.05 mm 
	　

	0.7 mm 
	+0.07/-0.05 mm
	　

	0.85 mm  (when 0.82mm in Master) 
	±0.05 mm 
	* by all 0.82mm hole diameters, please manufacture : 0.85mm with +/- 0.05mm tolerance.  
若有0.82mm的压接孔，请更改为0.85mm

	0.9 mm 
	±0.05 mm 
	　

	1.0 mm 
	±0.05 mm 
	　

	1.4 mm 
	+0.1/- 0.05 mm
	　

	1.6 mm
	+0.09/-0.06 mm
	　

	1.83 mm 
	±0.08 mm 
	　

	3.2 mm 
	+0.05/-0.1mm
	　

	3.5 mm 
	+0.04/-0.06 mm
	　


4.2

	mm 
	+0.05/-0.1 mm
	　




 客户会在钻孔图中标注压接孔，如下图所示。
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 8.GERBER文件说明：

       顾客常常在GERBER文件中设计有各种各样的测试标记（如下图），这些测试标记在板内或板外，不允许删除这些测试符号，可以漏铜。
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9.电测章：要求加电测章

10. 如果客户GERBER文件和钻孔图中未说明时，铜厚和表面工艺厚度按照以下控制

	外层基铜
	18um

	内层基铜
	35um

	表面铜厚
	25 um≤表面完成铜厚<50 um

	化学沉锡
	大于等于1.1 um  



11.顾客无孔径公差要求时，NPTH孔和PTH孔公差按照以下要求控制：

	孔类型
	  成品孔径（mm）
	    公差（mm）

	NPTH
	    ≤6.0
	     　+ 0.10 / - 0.05 

	NPTH
	    ＞6.0
	　+0.15 / - 0.15

	PTH
	    ≤2.0 
	　     + 0.10 / - 0.05 

	PTH
	    ＞ 2.0
	     + 0.15 / - 0.05 



审部分：
1. 阻焊：

默认阻焊颜色为绿色，字符颜色为白色
2. 材料：
   针对高TG材料，若客户文件中没有明确指出材料类型时，直接使用公司主推的高Tg FR4材料,不需确认

3. 外形公差

制板说明中无要求时，外形公差按照+/-0.1mm

CAM部分： 
1. ERP测试工序备注：

电测试时绝缘电压≥250 V,连通测试电阻≤5Ω；
2. 孔位公差及偏位公差要求，以下公差按照客户要求制作（二次钻孔为NPTH孔），为满足如下5-8项需要CAM在ERP备注：外层干膜：采用LDI曝光，外形铣板备注：粗铣+精铣。
另外：表面工艺为水金或孔铜要求不满足使用LDI曝光时需要技术中心评审
	序号
	钻孔
	板尺寸
	公差

	1
	Drilling within one drilling programme一次钻孔孔位公差
	≤150 mm 
	± 0.05 mm 

	2
	Drilling within one drilling programme一次钻孔孔位公差
	> 150 mm 
	± 0.10 mm 

	3
	Drilling within different drilling programmes二次钻孔孔位公差
	≤150 mm 
	± 0.10 mm 

	4
	Drilling within different drilling programmes二次钻孔孔位公差
	> 150 mm 
	± 0.15 mm 

	5
	Offset between drilling pattern and outline钻孔到外形偏位公差
	≤150 mm 
	± 0.10 mm 

	6
	Offset between drilling pattern and outline钻孔到外形偏位公差
	> 150 mm 
	± 0.15 mm 

	7
	Offset between drilling pattern and conductor pattern钻孔到导体偏位公差
	≤150 mm 
	± 0.10 mm 

	8
	Offset between drilling pattern and conductor pattern钻孔到导体偏位公差
	> 150 mm 
	± 0.15 mm 


 3.阻焊厚度：

线路拐角处阻焊厚度≥6um，铜面上阻焊厚度10-40um













